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Abstract (en)
A surface is coated with a structural polymer in a bonding region. The surface is provided is a lacquer layer. The lacquer layer is removed from the
structural polymer prior to the application of an assembly adhesive.

Abstract (de)
Es wird ein neues Verfahren für das Kleben von lackierten Bauteilen, insbesondere für das strukturelle Kleben von lackierten Metalloberflächen
beschrieben. Beim erfindungsgemässen Verfahren wird in einem ersten Schritt ein Rohbauklebstoff überall dort auf das beölte Stahlblech
appliziert, wo nachher in der Montage verklebt wird. Für das Kleben werden die Lackschichten auf dem Rohbauklebstoff vor dem Aufbringen
eines Montageklebers entfernt. Dieses. Verfahren ist einfach und robust, ist wirtschaftlicher im Vergleich zum Stand der Technik, ermöglicht ein
hochstrukturelles oder hochfestes Verbinden mit hoher Torsionssteifigkeit und eine hohe alterungsbeständige Verbundqualität.
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